LLLTRRIN]]

Institut fur Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik /\\\\ HV'I'
) FAKULTAT ELEKTROTECHNIK =
2 UND INFORMATIONSTECHNIK  —

Prof. Dr.-Ing. Juliana Panchenko I

Aufgabestellung
Wissenschaftliches Arbeiten in der Elektrotechnik Grundlagen
(Eul-ET-C-WiArG)
Thema: »Entwurf eines Prifstands zur Evaluation der Kantenqualitat von

Glassubstraten fiir Advanced Packages*
Anzahl moglicher Bearbeiter: 2-3

Zielsetzung:

Die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Halbleiter hat dazu gefiihrt, dass die Verbindungen von
Recheneinheiten untereinander oder zu Speicherbausteinen die Leistungsfahigkeit des Gesamtsys-
tems begrenzen. Glassubstrate werden als eine Kerntechnologie fiir die Lé6sung dieser Probleme gese-
hen, da sie im Gegensatz zu herkdmmlichen organischen Substraten mit kleinsten geometrischen To-
leranzen hergestellt werden kdnnen, bessere elektrische Eigenschaften bei hohen Frequenzen aufwei-
sen und in ihrem thermischen Ausdehnungskoeffizienten gut an beispielsweise das Silizium der Chips
und Chiplets angepasst werden kénnen. Weiterhin sind Glassubstrate wesentlich billiger als Silizi-
umsubstrate. Wahrend viele bereits etablierte Prozesse bereits auf Glassubstrate angepasst werden
konnten, besteht vor allem bei der Konfektionierung — dem ,Zurechtschneiden“ — Entwicklungsbedarf.
Die durch Trennprozesse entstehende Kantenqualitat ist von entscheidender Bedeutung, da dort vor-
handene Mikrorisse in nachfolgenden Prozessen zum Glasbruch fihren kénnen.
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Folgende Teilaufgaben sind zu I5sen: Beispielbild eines Aufbaus zur Inspektion

1 Literaturrecherche und Erstellung des Lastenheftes von Through-Glass Vias, entnommen aus [1]
2 Variantenentwurf
3 Herstellung des Aufbaus
4 Durchfuihrung von Funktionstests
5 Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung
einer Nutzungsanweisung / von Nutzungshinweisen
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[1] Ostu, T.; Endo, T.; Tamaru, H.; Kobayashi, Y; ,,Crack-Free through-hole drilling of 400um-thick aluminosil-
icate glass by direct laser processing”; 2026 ECTC; DOI 10.1109/ECTC51846.2026.00191
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